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RESUMEN

La presente investigacion titulada: “Aplicacibn de mejora de procesos para
incrementar la productividad en la linea de reparacion del area Hp en La Empresa
Iq Electronics Pert Sac, San Luis, 2017”7, tuvo como objetivo general demostrar
como la Aplicacion de mejora de procesos incrementa la productividad en la linea

de reparacion del area Hp en La Empresa Iq Electronics Pera Sac, San Luis, 2017.

La investigacion se desarroll6 mediante el disefio cuasi-experimental de tipo
aplicada ya que requiere unir los aportes teéricos con los de la realidad, asimismo
se determind la poblacion en la reparacion de Board Desktop durante 3 meses de
trabajo en la linea de reparacién, lo que represento el pre y post test de la aplicacion
.La muestra fue seleccionada por conveniencia, por lo que los datos fueron los
mismo a la de la poblacion. La técnica de la recoleccién de datos fue la observacion
y las herramientas de apoyo como el cronometro y fichas referentes a la produccion
en la reparacion de Board Desktop. Para realizar el analisis de la base de datos se
utilizé los programas Microsoft Excel y el SPSS V. 22, de forma descriptiva e

inferencial mediante tablas y gréaficos estadisticos.

Finalmente se realiz6 el analisis de la prueba z mediante el analisis del “T- student”,
lo que determino el andlisis de los indicadores de la productividad, eficiencia y
eficacia del antes y después de la aplicacion de la mejora de procesos, se obtienen
un resultado de significancia igual a 0.00, lo que determina que se rechaza la
hipé6tesis nula y se acepta la hipétesis alterna del investigador al ser menor al 0.05,
lo que infiere a que mediante la aplicacion de la mejora de procesos incrementa la
productividad en la linea de reparacion del area de HP en la empresa IQ Electronics
S.A.C., San Luis — 2017.

Palabras Clave: Mejora de Procesos, Productividad
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ABSTRACT

The present investigation entitled: "Application of process improvement to
increase the productivity in the repair line of the Hp area in the company Iq
Electronics Peru Sac, San Luis, 2017", had as general objective to demonstrate
how the Application of process improvement increases the productivity in the
repair line of the Hp area in The Company Iq Electronics Peru Sac, San Luis,
2017.

The research was developed through the quasi-experimental design of applied
type since it requires linking the theoretical contributions with those of reality,
likewise the population of 3 working months in the repair line of Board Desktop,
which represent the pre and post test of the application. The sample was selected
for convenience, so the data was the same as that of the population. The
technique of data collection was the observation and support tools such as the
chronometer and files relating to the production in the repair of Board Desktop.
To perform the analysis of the database, the Microsoft Excel and SPSS V. 22
programs were used, in a descriptive and inferential manner, using tables and

statistical graphs.

Finally, the analysis of the z-test was carried out through the analysis of the "T-
student”, which determined the analysis of the indicators of productivity, efficiency
and effectiveness of the before and after the application of process improvement.
result of significance equal to 0.00, which determines that the null hypothesis is
rejected and the alternate hypothesis of the researcher is accepted to be less
than 0.05, which infers that by applying process improvement increases
productivity in the line of repair of the HP area in the company 1Q Electronics
SAC, San Luis - 2017.

Key words: Improvement of Process, Productivity.
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